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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1、 标记:
  顾客制板说明无要求时，不加快捷标记，不加周期；
2、 报告:
1 需提供金相切片报告；
2 需提供镀层厚度测试报告；
3 需提供可焊性测试报告；

3、 表面工艺:

1 所有镀金板需拉引线制作,禁止图形边缘露铜,去除工艺线后，工艺线位置的导体残留突出宽度或缺口深度不超过0.1mm。
4、 双面微波板：

1 微带线宽≤0.5mm时，公差为±0.025mm；线宽＞0.5mm时，公差为±5%；
2 若客户加工说明中无要求，则镀层默认按如下规则：镍层厚度2μm-5μm；主面（正面图形面）镀金层金厚≥2μm，辅面（背面铺地）镀金层厚度范围0.1μm-0.5μm。
5、 多层板：

①若客户加工说明中无要求，则多层板镀层默认按如下规则：
1)电镀镍金

镍层厚度2μm-5μm；主面（正面图形面）镀金层键合区域金厚≥2μm，焊接区域金层厚度0.1μm-0.5μm，辅面（背面铺地）镀金层厚度范围0.1μm-0.5μm。
2）镍钯金
镍层厚度2μm-5μm；，钯层厚度0.05μm-0.3μm；镀金层厚度≥0.05μm；
预审部分： 
1. 预审工程师完成订单后需将最终的工程EQ确认单发送至ganjun@chinafastprint.com和sales4.sh@chinafastprint.com邮箱。
CAM部分： 
1. 检验。
对于多层板微波板窄间距（0.13~0.15mm）微带线设计的局部位置，如有导体边缘渗金问题，需保证加工后最小间距达到0.1mm；
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